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内容概要

本书是“表面组装与贴片式元器件技术”丛书之一。
书中介绍了半导体集成电路的封装技术、贴片式电子元器件在印制电路上进行表面组装以及系统集成
技术。
在内容上，力图尽可能地向读者传递国际上先进的表面组装技术与系统集成方面的前沿知识，而避免
冗长的理论探讨。
    本书町以作为电子电路、印制电路、电子材料与元器件、电子科学与技术、微电子技术、通信技术
、电子工程、自动控制、计算机工程、材料科学与工程（电子方向）等领域的工程技术人员以及科研
单位研究人员的参考书，也可以作为了科院校学生、研究生的辅助教材。
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作者简介

梁瑞林，男，西安电子科技大学退休教授。
1946年1月1日生。
山东省单县人。

    1970年毕业于西北电讯工程学院。
主要研究方向电子材料、电子元器件、传感器、薄膜技术、混合集成电路。
主持过包括国家自然科学基金在内的多层次科研项目。
曾经2次作为中日两国政府交流学者赴日本从事多年科学研究。
长期兼任嘉康电子有限公司等多家知名企业技术顾问。

    获得过中国工程物理研究院预研基金二等奖、NSAF基金优秀奖、中国发明博览会银奖等多种奖项，
全部为第1获奖人。
获得第一发明人专利授权3项。

    主要著作、译著等有《薄厚膜混合集成电路》（国防工业出版社）、《半导体器件新T艺》（科学
出版社）、《贴片式电子元器件》（科学出版社）、《刚性印制电路》（科学出版社）、《挠性印制
电路》（科学出版社）、《传感器实用电路设计与制作》（科学出版社）、《传感器应用技巧141例》
（科学出版社）、《集成光路》（科学出版社）等。
在国内外学术刊物与学术会议上发表第一作者论文50余篇。
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章节摘录

　　第1章 概述　　有了集成度依照摩尔定律而高速发展的集成电路，以及与之相适应的贴片式电子
元件、密度越来越高的刚性印制电路和挠性印制电路，就可以利用表面组装（Surface Mount
Technology，SMT）与封装技术将其组装成电子产品。
由于在表面组装技术中使用的集成电路（含大规模集成电路）属于贴片式结构，其他贴片式电子元器
件更属于贴片式结构，因此有的人把表面组装技术称之为，表面贴装技术；把表面组装机称之为贴片
机。
尤其是“贴片机”一词的叫法，在电子元件行业和厚膜电路行业中更为盛行。
　　虽然在本套丛书的前面四部书《半导体器件新工艺》、《贴片式电子元件》、《刚性印制电路》
和《挠性印制电路》中，也都零星地谈到了与之相关联的表面组装问题，但是相对而言，内容比较分
散，不够完整，因此有必要在本书中集中地对于表面组装和封装技术，以及由此而衍出的系统集成作
一个系统地介绍。
　　图1.1是将集成电路、贴片式电子元件、刚性印制电路和挠性印制电路通过表面组装和封装技术，
制作成的一部诺基亚7500手机的照片。
　　曾经听到有人抱怨说，电子元器件的封装在中国不受重视，并指责说正是由于“封装无技术”的
错误指导思想直接导致了中国封装技术乃至电子技术的落后局面。
　　⋯⋯
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